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(57) Abstract 

The invention relates to a contact arrangement for a module that can be electrically contacted and that is arranged on a card- 
shaped carrier. Said module comprises a first contact field (201, ... , 207) with a plurality of contact surfaces (201, ... , 207) 
. At least one contact surface (205, ... ,207) is located outside a given area (150). The contact arrangement is characterised in 
that a second contact field (105, , 108) with at least one contact surface (105, ... , 108) is provided within the given area 
(150) and in that the contact surfaces (205, ... , 207) which are arranged outside the given area and which belong to the first 
contact field (201, ... , 207) are electrically connected to contact surfaces (105, ... , 107) of the second contact field (105, 
... , 108). Chip cards according to the ISO 7816 and multimedia card modules for instance can thus be evaluated by means of a 
chip card reader that is provided for evaluating ISO 7816 chip cards. MMC modules can still be evaluated by means of a MMC 
module reader provided therefor. 

(57) Abrege 



[.'invention concerne un agencement a contact pour.un module pouvant §tre amene en contact electrique, agence comme support 

en forme de carte, comprenant un premier champ de contact (201 207) ayant une plurality de surfaces de contact (201, .... 

207), dont au moins une (205, 207) est a I'exterieur d'une zone predeterminee (150), caracterise en ce qu'il est prevu un 
deuxieme champ de contact (105, 108) ayant au moins une surface de contact (105, 108) a I'interieur de ladrte zone 
predeterminee (150), et en ce que les surfaces de contact (205, .... 207) du premier champ de contact (201, 207), disposees 
a I'exterieur de la zone predeterminee, sont connectees electriquement, respectivement avec les surfaces de contact (105, .... 
107) du deuxieme champ de contact (105, .... 108). De cette fagon, par exemple, des cartes a puces conformes a ISO 7816, ainsi 
que des modules de cartes multimedia peuvent etre evalues par un lecteur de cartes a puces prevu pour revaluation de cartes a 
puces ISO 7816. En meme temps, la possibility devaluation des modules MMC est maintenue par un lecteur de module MMC prevu 
a cet effet. 
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(54) Title: CONTACT ARRANGEMENT AND COUNTER-CONTACT MODULE 
(54) BczctclinuiiR: KONTAKTANORDNUNG UND GEGENKONTAKTMODUL 



(57) Abstract 

The invention relates to a con- 
tact arrangement for a module that 
can be electrically contacted and that 
is arranged on a card-shaped carrier. 
Said module comprises a first contact 

field (201 207) with a plurality 

or contact surfaces (201 207). 

At least one contact surface (205, ... 
,207) is located outside a given area 
(150). The contact arrangement is 
characterised in that n second contact 
field (105, . 108) with at least one con- 
tact surface (105 108) is pro- 
vided within the given area (150) and 

in that the contact surfaces (205 

207) which are arranged outside the 
given area and which belong to Ihe 

first contact field (201 207) are 

electrically connected to contact sur- 
faces (105 107) of the second contact field (105, 
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108). Chip cards according to the ISO 7816 and multimedia card modules for 
instance can thus be evaluated by means of a chip card reader that is provided for evaluating ISO 7816 chip cards. MMC modules can still 
be evaluated by means of a MMC module reader provided therefor. 



(57) Zusammcnfassung 

Es wird cine Kontaktanordnung fQr cin auf einem kartenfarrnigen Trager angeordnetes. clektrisch kontaktierbares Modul mit einem 

ersten Kontnktfeld (201, ... , 207) mit einer Mehrzahl von Kontaktflfichen (201 207), von denen zumindest cine (205, ... , 207) 

auSerhalb eines vorgegebenen Bcreichs (ISO) licgt, vorgeschlagen, die sich dadurch auszeichnet, daB cin zweites Kontaktfetd (105 

108) mit mindestens einer Kontaklflfiche (105 108) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) vorgesehen ist, und daB die auBerhalb 

des vorgegebenen Bereichs angeordneten Komakftachen (205. , 207) des crsten Kontaktfeldes (201 207) jewcils mit Kontaktflachen 

(105 107) des zweiten Kontaktfeldes (105, ... , 108) elelctrisch verbunden sind. Damit werden beispielsweise sowohl Chipkarten 

nach ISO 7816, als auch Multi-Mcdia-Card-Module <torch cinen zur Auswcrrung von ISO 7B 16-Chipkarten vorgesehenen Chipkartenlcser 
auswertbar. Gleichzeitig bleibt die Auswertbarkeit der MMC-Module durch einen dafur vorgesehenen MMC-Modulleser crhalten. 
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Kontaktanordnunq und Gegenkontakt modul 
Stand der Technik 

Die Erf inching geht von einer Kontaktanordnung fur ein auf 
einem kartenf ormigen Trager angeordnetes, elektrisch 
kontaktierbares Modul mit einem Kontaktf lachen umfassenden 
Kontaktfeld sowie einem Gegenkontaktmodul nach der Gattung 
der unabh&ngigen Patentanspruche aus. 

Auf kartenf ormigen Tragern angeordnete, elektrisch 
kontaktierbare Module sind in Form von sogenannten 
Chipkarten, beispielsweise als Telefon-, Eurocheque-, 
Krankenkassenkarten oder auch als sogenannte Key-Cards fur 
Autoradios der Firma Blaupunkt-Werke GmbH, seit langem 
bekannt. Diese bestehen im wesentlichen aus mindestens einem 
in eine Kunststof fkarte vorgegebener Abmessungen 
eingebetteten Mikrochip, der als Speicher- und/oder 
Mikroprozessorchip ausgefuhrt sein kann. Bei Chipkarten 
gemaS der Norm ISO 7816-1 und folgende sind die Kontakte 
eines in die Karte eingebetteten Mikrochips mit an der 
Oberflache' der Karte angeordneten Kontaktf lachen verbunden. 
Mittels in einem geeigneten Chipkartenleser vorgesehenen 
Gegenkontakten kann somit das in die Kunstof fkarte 
eingebettete Modul zum Auslesen seiner Informationen bzw. 
zum Inf ormationsaustausch zwischen Modul und Chipkartenleser 
kontaktiert werden. 

Es sind zwischenzeitlich weitere, von der Norm ISO 7816-1 und 
folgende abweichende Chipkarten, beispielsweise in Form der 
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sogenannten Multi -Media -Card (MMC) der Firma Siemens bekannt 
geworden. Diese unterscheiden sich von denen gemafi ISO 7816-1 
und folgende durch ihre von der in ISO 7816-2 festgelegten 
Kontaktanordnung abweichende Anordnung der Kontaktf lachen. 

Es sind we iter Gegenkontaktmodule zur Verwendung in 
Chipkartenleeern bekannt, die aufgrund ihrer Anordnung der 
Gegenkontakte zur Auswertung von Chipkarten nach dera ISO 7816- 
Standard geeignet sind. 

Vorteile der Erfindung 

Es wird eine Kontaktanordnung fur ein auf einem kartenf drmigen 
TrSger angeordnetes , elektrisch kontaktierbares Modul mit einem 
ersten Kontaktfeld (201, . .., 207) mit einer Mehrzahl von 
Kontaktf lichen (201, 207), von denen zumindest eine (205, 

207) auSerhalb eines vorgegebenen Bereichs (150) liegt 
vorgeschlagen, die sich erf indungsgemafi dadurch auszeichnet, daS 
ein zweites Kontaktfeld (105, 108) mit mindestens einer 

Kontaktf lache (105, 108) innerhalb des vorgegebenen 

Bereichs (150) vorgesehen ist, und dafi die aufierhalb des 
vorgegebenen Bereichs angeordneten Kontaktf lachen (205, 
207) des ersten Kontaktf eldes (201, . .., 207) jeweils mit 
Kontaktf lachen (105, 107) des zweiten Kontaktfeldes (105, 

108) elektrisch verbunden sind. 

Die erf indungsgemafie Kontaktanordnung mit den Merkmalen des 
unabh&ngigen Patentanspruchs hat den Vorteil, daB auch solche 
elektrisch kontaktierbaren Module, deren Kontaktanordnung von 
einer vorgegebenen Kontaktf lachenanordnung abweicht, in 
einfacher Weise an die vorgegebene Kontaktf lachenanordnung 
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anpafibar ist. Damit sind auch solche Module von Standard- 
Auswerteeinrichtungen, die auf die vorgegebene 
Kontaktf lachenanordnung abgestimmt sind, kontaktierbar . 

Insbesondere ermoglicht die Erfindung beispielsweise die 
Kontaktierung und Auswertung von bzw. Kommunikation mit den 
genannten Mult i -Media -Cards mittels eines fur Chipkarten nach 
dera Standard ISO 7816-1 und folgende vorgesehenen 
Chipkartenlesers . 

Weiterhin ermoglicht die Erfindung die Kontaktierung der 
genannten Multi -Media -Cards sowohl mit einem ISO 7816- 
Chipkartenleser, als auch mit einem fur Multi -Media-Cards 
vorgesehenen Chipkartenleser , da die Erfindung die Anpassung der 
Kontaktflachen der MMC-Card an den ISO 78 16 -Standard bei 
Beibehaltung der MMC- Kontaktf lachenanordnung zul££t. 

Ein erf indungsgemafies Gegenkontaktmodul ist in vorteilhaf ter 
Weise zur Kontaktierung einer erf indungsgemafien Kontaktanordnung 
durch eine entsprechende Anordnung seiner Gegenkontakte 
ausgebildet . 

Ein solches Gegenkontaktmodul ist in einfacher Weise aus einem 
herkommlichen Gegenkontaktmodul zur Kontaktierung von 
beispielsweise ISO-7816-Kontaktanordnungen durch Anreihung eines 
weiteren Gegenkontaktteilmoduls herstellbar. Eine vorteilhaf te 
Ausbildung von Mitteln zur Kaskadierung der 
Gegenkontaktteilmodule stellen eine in eine Seitenwand des 
Gegenkontaktteilmoduls eingefraste schwalbenschwanzfdrmige Nut, 
sowie eine an eine entsprechend gegenuberliegende Seitenwand des 
anzureihenden weiteren Gegenkontaktteilmoduls angeformte 
schwalbenschwanzf6rmige Feder dar. Weitere vorteilhaf te 
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Anreihungsmittel stellen an einer Seitenwand des 
Gegenkontaktteilmoduls, also beispielsweise eines ISO 7816- 
Gegenkontaktmoduls angeformte Pafistifte dar, die in Pafibohrungen 
in einer gegenuberliegende Seitenwand deB anzureihenden 
Gegenkontaktteilmoduls eingreifen. Diese ermoglichen eine 
prazise Ausrichtung der Oberflachen der Teilmodule, so daS diese 
miteinander fluchten und die Gegenkontakte in einer Ebene 
parallel zur Oberflache liegen. Mindestens ein auf der Ober- und 
oder der Unterseite des Gegenkontaktteilmoduls angeordneter 
Verriegelungshaken, der in mindestens eine entsprechende 
Ausnehmung in der Ober- und oder Unterseite eines angereihten 
weiteren Gegenkontaktteilmoduls eingreift, erm&glicht eine 
Fixierung und Stabilisierung eines aus Gegenkontaktteilmodulen 
aufgebauten Gegenkontaktmoduls und damit der Lage der 
Kontaktreihen und der Kontaktabstande zueinander. 

Auf der Oberseite eines Gegenkontaktteilmoduls angeordnete 
Mittel zur verrastenden Montage von Gegenkontaktelementen, 
beispielsweise in Form von Rasthaken in Verbindung mit Rastnasen 
ermoglichen eine leichte Nachrustbarkeit einzelner 
Gegenkontakte lemente bei gleichzeitig sicherer und 
poitionsgenauer Fixierung eingesetzter Gegenkontaktelemente . 

Zeichnungen 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren 
dargestellt und werden im folgenden naher erlautert . 

Es zeigen 
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Figur 1 das Kontaktfeld bzw. die Kontaktf lachen einer Chipkarte 
gemafi ISO 7816-1 und folgende, 

Figur 2 eine ISO 7816 -Chipkarte mit typisch ausgebildetem 
Kontaktfeld am Beispiel einer Eurocheque -Karte, 

Figur 3 eine Multi -Media -Card mit einer Kontaktf lachenanordnung, 
die an einem real existierenden Exemplar vermessen wurde, 

Figur 4 eine Obereinanderprojektion der Kontaktf lachen einer ISO 
7816-Chipkarte und einer Multi -Media -Card, 

Figur 5 eine erf indungsgemaSe Kontaktanordnung, die sowohl dem 
ISO 78 16 -Standard, wie auch dem durch Messung ermittelten MMC- 
Standard gemaS Figur 3 genugt und eomit sowohl mit einem MMC- 
Leser, wie auch einem ISO 7816-Chipkartenleser kontaktierbar 
ist, 

Figur 6 ein Gegenkontaktmodul , das zum Einsatz in einem 
Chipkartenleser zur alternativen Auswertung von Chipkarten mit 
unterschiedlichen Kontaktf eldem geeignet ist. 

Figur 7 ein weiteres Ausfuhrungs beispiel eines aus zwei 
Teilmodulen zusammengesetzten Gegenkontaktmoduls , 

Figur 8 einen Schnitt durch ein Teilmodul des Gegenkontaktmoduls 
gem&S dem weiteren Aus fuhrungsbei spiel, und 

Figur 9 ein drittes Ausfuhrungsbei spiel filr ein 
Gegenkontaktmodul, das ebenfalls aus zwei Teilmodulen 
zusammensetzbar ist. 
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Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

Chipkarten im Sinne der I SO -Norm 7816 gehoren zur Gruppe der 
Identif ikationskarten, wie aie in der Norm ISO 7810 
"Identification Cards - Physical Characteristics" definiert 
sind. Diese Norm spezifiziert die physikalischen Eigenschaf ten 
von Identifikationskarten einschlieSlich der 

Materialeigenschaf ten wie Flexibilitat , Tempera turbestandigkeit 
und Abmessungen fur drei verschiedene Grofien von Karten (ID-1, 
ID-2 und ID-3). Die Basis fur die Chipkartennormen ISO 7816-1 
und folgende bildet die ID-l-Karte, wie sie heute vielfach als 
Karte fur den Zahlungsverkehr , z. B. als Kredit- oder 
Eurochequekarte verbreitet ist . 

Eine solche Chipkarte beinhaltet im Kartenkorper eine 
integrierte Schaltung die uber Element e zur Datenubertragung, 
zum Speichern von Daten und zur Verarbeitung von Daten verftigt. 
Die Datenubertragung kann dabei entweder uber die Kontakte 
an der Oberflache der Karte erfolgen, Oder aber kontaktlos durch 
elektromagnetische Felder. 

Die wesent lichen Eigenschaf ten und Funktionen von Chipkarten 
sind in den ISO-Standards der Reihe 7816 festgelegt. 

Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Chipkarte 100 gemafi ISO 
7816 in der Draufsicht. 

Diese verfugt uber eine, bezogen auf die Einschubrichtung 110, 
vordere Kante 130 und eine, in der ISO 7816 als obere Kante 
bezeichnete, rechte Kante 120, wobei die Lage der Kontaktf lachen 
101. 102, 103, 104, 105, 106, 107 und 108, die auf der Oberseite 
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der Chipkarte von aufien zuganglich angeordnet sind, in der ISO 
7816-2 beruglich der Kanten 120 und 130 angegeben wird. 

Die ISO 7816-2 gibt fur die Kontaktf lachen 101 bis 108 
Mindestabmessungen von 1,7 mm x 2,0 mm vor. Die in nachfolgender 
Tabelle angegebene Abstande 131 der Kontaktf lachen 101 bis 108 
von der Vorderkante sowie die Abst&nde 121 der Kontaktf lachen 
von der Oberkante stellen H6chstmafie dar, die Abstande 132 von 
der Vorderkante und 122 von der Oberkante MindestmaSe. 



Kontakt- 


Abstand 131 


Abstand 132 


Abstand 121 


Abstand 122 


flache 


von 


von 


von rechter 


von rechter 




Vorderkante 


Vorderkante 


Kante [mm] , 


Kante (mm) , 




(mm) , max. 


[mm] , min. 


max. 


min. 


101 


10,25 


12,25 


19,23 


20,93 


102 


10,25 


12,25 


21, 77 


23,47 


103 


10,25 


12,25 


24,31 


26,01 


104 


10,25 


12,25 


26,85 


28,55 


105 


17,87 


19,87 


19,23 


20,93 


106 


17,87 


19,87 


21,77 


23,47 


107 


17,87 


19,87 


24,31 


26,01 


108 


17,87 


19,87 


26,85 


28,55 



HSchstmaSe fur die Kontaktf lachen sind durch ISO 7816-2 nicht 

vorgegeben, jedoch mufi sichergestellt sein, daB die 

Kontaktf lachen 101 bis 108 voneinander elektrisch isoliert sind. 

Wie ohne weiteres ersichtlich, ist durch die Maximalabstande 131 
der Kontaktf lachen 101 bis 104 und der Mindest abstande 132 der 
Kontaktf lachen 105 bis 108 von der Vorderkante der Chipkarte, 
sowie der Maximalabstande 121 der Kontaktf lachen 101 und 105 und 
der Mindestabstande 122 der Kontaktf lachen 104 und 108 von der 
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Oberkante der Chipkarte 100 ein rechteckfdrmiger Bereich 150 von 
9,62 mm x 9,32 mm definiert, den gemafi ISO 7816 die 
Kontaktf lachen 101 bis 108 mindestens einnehmen mussen. Der 
Bereich 150 wird ira Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung 
auch als vorgegebener Bereich bezeichnet. Die ISO 7816-2 la£t 
zu, dafi die Kontaktf ISchen uber den vorgegebenen Bereich nach 
aufien hinausragen. 

Zwei benachbarte, gemafi ISO 7816-2 vorgegebene Kontaktreihen 101 
bis 104 und 105 bis 108 weisen in Einschubrichtung 110 einen 
Mittenabstand 13 9 von 7,62 mm, der Mittenabstand 129 zweier 
benachbarter Kontaktf lachen 101 und 102 guer zur 
Einschubrichtung 110 betragt 2,54 mm. 

Ein konkrektes Ausf uhrungsbei spiel der oben beschriebenen ISO 
7816-Chipkarte stellt die in Figur 2 dargestellte Eurocheque - 
Karte dar, der en Kontaktf eld 151, das sich aus den Kontakten 101 
bis 108 zusammensetzt, eine Flache von ungefahr 11,7 mm (153) in 
Einschubrichtung und ungefahr 10,5 mm (152) guer zur 
Einschubrichtung auf weist . Die Abstande 131 der Kontaktf lachen 
101 bis 104 zur Vorderkante und 121 der Kontaktf lachen 101 und 
105 zur Oberkante betragen ungefahr 9,0 mm und 18,5 mm. 

Die aufieren Abmessungen der dargestellten Eurocheque -Karte im 
ID-l-Format. die auf ihrer Ruckseite als zusatzliches 
Speichermedium einen Magnetstreif en 160 enthalt, betragen in 
Einschubrichtung ungefahr 85,5 mm (lil) , quer dazu ungefahr 54,0 
mm (112) . 



Eine von der Norm 7816 abweichende Chipkarte stellt die in Figur 
3 dargestellte Multi -Media -Card 200, kurz MMC, der Firma Siemens 
dar. Wie bei einer Standardchipkarte ist der Chiptrager mit dera 
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eigentlichen Chip ala eine Einheit ausgebildet, an deren 
Oberflache die Kontaktf lachen 2ur Kontaktierung des Chips 
angeordnet sind. Der Chiptrager, ist ebenfalla wie bei einer 
Standardchipkarte, in eine entsprechende Auasparung der Karte 
200 so eingeklebt, dafi die Oberflache des Chiptragers mit der 
der MMC-Karte 200 bundig abschlieSt und die Kontaktf lachen an 
der Oberseite der Karte liegen. 

Diese weist aufiere Abmessungen von ungef&hr 24 mm (211) x 32 mm 
(212) auf , wobei die in der dargestellten Draufsicht linke obere 
Bcke mit 4,0 mm x 45° abgeschragt ist. Das im folgenden als 
erstes Kontaktf eld bezeichnete Kontaktf eld der MMC-Karte ist in 
Form einer ersten Kontaktreihe mit Kontaktf lachen 201, 202, 203, 
204, 205, 206 und 207 ausgefuhrt die zur schmalen Vorderseite 
230 der Chipkarte einen Abstand 231 von 1,0 mm auf weist. Die 
Kontaktf lachen 201 bis 207 selbst haben Abmessungen von 1,7 mm 
(221) x 3,5 mm (231) und haben untereinander quer zur Breitseite 
220 der MMC-Karte einen Abstand von 0,625 mm. 

Wie aus Figur 4, der tibereinanderprojektion der Kontaktf elder 
einer Chipkarte gem&S ISO 7816 und der MMC-Karte, ohne wei teres 
zu ersehen, liegen sowohl die Kontaktf lachen 101 bis 108 der ISO 
78 16 -Chipkarte, als auch die Kontaktf lachen 201 bis 204 der MMC- 
Karte innerhalb der Abmessungen des vorgegebenen Bereichs 150 . 
Zwar erfullen die Kontakte 201 bis 204 der MMC-Karte nicht die 
Vorgaben der Norm ISO 7816-2, jedoch k6nnen diese durch 
geringfflgige Verbreiterungen an ISO 78 16 -2 -Standard angepafit 
werden . 

Somit liegt eine Oberlappung des ersten Kontaktf eldes 201 bis 
207 der MMC-Karte und des zweiten Kontaktf eldes 101 bis 108 der 
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ISO 7816-Chipkarte im Bereich der Kontaktflachen 201 bis 204 der 
MMC-Karte und 101 bis 104 der ISO-Chipkarte vor. 

Die weiteren Kontaktflachen 205 bis 207 der MMC-Karte liegen 
aufierhalb des vorgegebenen Bereichs 150. 

Um nun die M&glichkeit zu schaffen, eine MMC-Karte sowohl mit 
einem MMC-Kartenleser, als auch einem Chipkartenleser fur 
Chipkarten nach dem ISO 7816 -Standard auswerten zu k8nnen, wird 
vorgeschlagen, innerhalb des vorgegebenen Bereichs 150 auf der 
MMC-Karte eine der ersten Kontaktreihe 201 bis 207 benachbarte 
zweite Kontaktreihe 105 bis 108 derart anzuordnen, dafi sowohl 
die Kontaktflachen 201 bis 204 der MMC-Karte durch geringfugige 
Verbreiterungen an den ISO 7816 -Standard angepaSt werden kdnnen, 
als auch die Kontaktflachen 105 bis 108 der zweiten Kontaktreihe 
den Anforderungen des ISO 7816 -Standards genugen. 

Eine entsprechende erf indungsgema&e , beispielsweise auf einer 
MMC-Karte realisierte Kontaktanordnung zeigt Figur 5. 

Die Kontaktanordnung der Figur 5 umfafit ein erstes Kontaktfeld 
mit Kontakten 301 bis 304, die aus einer Uberlagerung der 
Kontaktflachen 101 bis 104 gemafc ISO 7816-2 und 201 bis 204 der 
MMC-Karte hervorgehen, und die in Bereich des durch ISO 7816-2 
vorgegebenen Bereichs 150 sowohl den Anforderungen der ISO 7816- 
2, als auch den Anforderungen an MMC-Karten-Kontaktf lachen 
entsprechen. Weiterhin ist ein zweites Kontaktfeld mit 
Kontaktflachen 305 bis 308 vorgesehen, das ebenfalls den 
Anforderungen der ISO 7816-2 hinsichtlich ihrer Lage genugt , Die 
auBerhalb des vorgegebenen Bereichs 150 liegenden Kontaktflachen 
205, 206 und 207 der MMC-Karte sind unverandert ubernommen 
(Kontaktflachen 315, 316 und 317) und ermdglichen somit 
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weiterhin die AuBwertung der MMC-Karte mittels eines MMC- 
Kartenlesers . Zur gleichzeitigen Auswertbarkeit der solchertnafien 
modifizierten MMC-Karte mit einem ISO-Kartenleser sind die 
aufierhalb des vorgegebenen Bereichs 150 liegenden Kontaktf lachen 
315 bis 317 uber Leiterbahnen 311, 312, 313 mit den 
Kontaktf lachen 305, 306, 307 oder 308 dea zweiten Kontaktf eldes 
verbunden. Somit sind samtliche Kontakte des MMC-Moduls uber 
MMC- wie ISO 7816-2-kornpatible Kontaktf lachen kontaktierbar . 

Die Leiterbahnen sind an der Oberflache der Chipkarte 200 bzw. 
des Chiptragers entlang gefCihrt. 

Das oben beschriebene Ausfuhrungsbei spiel bezieht sich auf eine 
modifizierte Kontaktanordnung far MMC-Module. Ebenso ist es aber 
auch denkbar, die in Figur 5 dargestellte und oben beschriebene 
Kontaktanordnung beispielsweise auf einer Chipkarte nach ISO 
7816 vorzusehen. Damit ist auch eine ISO- 7816 -Chipkarte sowohl 
fur ISO-7816-Chipkartenleser, als auch MMC-Kartenleser 
auswertbar . 

Weiterhin ist die Erfindung auch nicht auf die Hers tel lung einer 
Korapatibilitat zwischen dem ISO 7816 -Standard und MMC 
beschrankt. Vielmehr ermoglicht die Erfindung durch geeignete 
Anordnurig eines zweiten Kontaktf eldes innerhalb eines durch 
einen Standard, wie beispielsweise ISO 7816, vorgegebenen 
Bereichs eine Anpassung verschiedenartiger Kontaktanordnungen an 
den Standard. Eine Beschrankung ergibt sich dabei allenfalls 
durch unterschiedliche Kontaktanzahlen, also beispielsweise 
dann, wenn die anzupassende Kontaktanordnung mehr belegte 
Kontakte aufweist, als die standardgemaSe Kontaktanordnung. 
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Figur 6 zeigt beispielhaft ein Gegenkontaktmodul 400 tnit 
Gegenkontakten 401 bis 408 und 415 bis 417 vor dem Hintergrund 
einer erf indungsgemaSen Kontaktanordnung 300, die zur 
altemativen Auswertung mittels eines ISO 7816- bzw. eines MMC- 
Chipkartenlesers angepaSt ist. 

Jeder Kontaktf lache 301 bis 308 des ISO 78 16 -Kontaktf eldes ist 
dabei ein eigener Gegenkontakt 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 
und 408 des Gegenkontaktmoduls 400 zugeordnet. Daruber hinaus 
verfugt das Gegenkontakt modul 400 auch uber weitere Kontakte 
415, 416 und 417, die den Kontaktf lachen 315, 316 und 317 des 
MMC- Kontaktf eldes zugeordnet sind. 

Hinsichtlich der Ausrichtung der Gegenkontakte zueinander gelten 
die gleichen Anf orderungen, wie an die erf indungsgemaSe 
Kontaktanordnung 300. 

Die Gegenkontakte 401 bis 408 und 415 bis 417 sind in Form 
metal lischer Blattfedern ausgefuhrt, die an ihren den 
Kontaktf lachen zugewandten Unterseiten Kontaktperlen 410 zur 
Kontaktierung der Kontaktf lachen 301 bis 308 und 315 bis 317 
aufweisen. 

Die Gegenkontakte sind in einem Trager, im vorliegenden Fall in 
einem rahmenf ormigen Kunstoff trager 430 befestigt. Aufierdem sind 
in dem Rahmen 430 Leiterbahnen verlegt, die eine elektrische 
Verbindung zwischen den Gegenkontakten und einem AnschluEstecker 
herstellen. 

Das beschriebene Gegenkontaktmodul ist damit zum Einsatz in 
einem Chipkartenleser zur alternativen AuBwertung von Chipkarten 
mit unters chi edli chen Kontaktf e Idem, beispielsweise von ISO 
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7816- , ebenBo wie MMC-Chipkarten geeignet. Durch eine 
entsprechende Anpassung der Anordnung der Gegenkontakte 
innerhalb des Gegenkontaktmodul s, sowie der Anzahl der im Modul 
enthaltenen Gegenkontakte ist eine Anpassung an weitere 
Kontaktf elder moglich. 

Ein weiteres, vorteilhaf tes Aus fuhrungsbei spiel eines 
erf indungsgem&Sen Gegenkontaktmodul s ist in den Figuren 7 und 8 
dargestellt. Das Gegenkontaktmodul 400 besteht in diesem Fall 
aus aneinander anreihbaren Teilmodulen 450 und 460. Die 
Teilmodule 450 und 460 we is en im we sent lichen quaderf 6rmige 
K6rper mit einer Oberseite 451 und Seitenf lSchen 453 , 454, 455 
und 456 auf . Aus der Oberseite 451 des ersten Teilmoduls 450 
ragen zwei Gegenkontaktreihen mit Gegenkontakten 401 bis 408 zur 
Kontaktierung der Kontaktf lachen einer ISO-7816-Chipkarte 
hervor, der en Anordnung zueinander dazu den Vorgaben der ISO 
7816 genugt. Die Gegenkontakte 401 bis 404 sind mit 
L6tanschlussen 421, 422, 423, 4 24 verbunden, die aus der 
parallel zur ersten Gegenkontaktreihe 401 bis 404 stehenden 
Seitenwand 453 herausgefuhrt sind. Ebenso sind die Gegenkontakte 
405 bis 408 der zweiten Gegenkontaktreihe 405 bis 408 mit einer 
zweiten Reihe in der Figur nicht dargestellter Lotanschlusse 
verbunden, die aus der der ersten Seitenwand 453 
gegenuberliegenden zweiten Seitenwand 454 herausgefuhrt sind. 

Das zweite Teilmodul 460 weist, wie das erste Teilmodul 450, 
Gegenkontakte 415, 416 und 417 zur Kontaktierung der weiteren 
Kontaktf lachen 205, 206 und 207 eines MMC-Moduls oder 315, 316 
und 317 einer an das MMC- Format angepafiten Kontaktanordnung 
einer IS0-7816-Chipkarte auf. Diese sind ebenso, wie beim ersten 
Teilmodul, mit aus der ersten Seitenflache 453 des 
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Gegenkontaktmodulkorpers herausgefuhrten Anschlussen 425, 426 
und 427 verbunden. 

Eine dritte Seitenwand 455 und eine vierte Seitenwand 456 des 
quaderformigen Gegenkontaktmodulkorpers weisen Mittel zur 
Aneinanderreihung von Gegenkontaktmodul en, beispielsweise der 
Erganzung des eraten Gegenkontaktmoduls 450 durch eine zweites 
Gegenkontaktmodul 460 zur Bildung eines Gegenkontaktmoduls 400 
zur Kontaktierung sowohl von ISO-7816-Chipkarten, als auch von 
MMC-Karten, auf . Diese sind beim vorliegenden 

Aus fuhrungsbei spiel in Form einer aus der vierten Seitenwand 456 
des ersten Teilmoduls 450 herausgef rasten 
schwalbenschwanzformigen Nut 458 und einer an der dritten 
Seitenwand 455 des zweiten Teilmoduls 460 angeformten 
schwalbenschwanzformigen Feder 457 ausgefuhrt, so daiS die beiden 
Teilmodule durch Einfuhren der schwa lbenschwanzf Srmigen Feder 
457 des zweiten Teilmoduls 4 60 in die Bchwalbenschwanzf ftrmige 
Nut 458 des ersten Teilmoduls 450 aneinander anreihbar sind. Zur 
Anreihung weiterer Teilmodule weist beim vorliegenden 
Aus furhungsbei spiel das erste Teilmodul an seiner dritten 
Seitenflache eine weitere schwa lbenschwanzf ormige Feder 457, das 
zweite Teilmodul 460 an seiner vierten Seitenflache 456 eine 
weitere schwalbenschwanzf ormige Nut 458 auf. Die Abmessungen der 
Teilmodulkorper, insbesondere die Lage der Gegenkontakte 401 bis 
408 und 415 bis 417 relativ zur dritten und vierten 
Seitenflache, sind so dimensioniert , dafi ein aus an die vierte 
Seitenflache 456 des ersten Teilmoduls 450 angereihtes zweites 
Teilmodul 460 gebildetes Gegenkontaktmodul 400 zur Kontaktierung 
sowohl von ISO-7816-Kontaktanordnungen, als auch von MMC- 
Kontaktanordnungen geeignet ist, insbesondere die durch die ISO 
7816 und den MMC- Standard vorgegebenen Kontaktabstande 
eingehalten werden. 



WO 00/70553 



- 15 



PCT/DE00/01460 



Figur 8 zeigt einen Schnitt durch das erste 

Gegenkontaktteilmodul 450. Der Gegenkontakt 401 ist, wie die 
Obrigen Gegenkontakte 402 bis 408 und auch die Gegenkontakte 415 
bis 417 des zweiten Teilmoduls 460, in Form eines federnd 
gelagerten Stifts ausgefuhrt. Die Spitze des Gegenkontakts 401 
ist zur weitgehend verschleifc- und beschadigungsf reien 
Kontaktierung einer zugeh6rigen Kontaktf lache 101 oder 301 
abgerundet, oder , wie im vorliegenden Fall, in Form einer 
Halbkugel ausgefuhrt. Um den Schaft des stif tfdrmigen 
Gegenkontakts 401 ist ein Kranz 431 angeformt, der in einer Nut 
432 des Gegenkontaktmodulkdrpers gefuhrt ist. Die Anordnung aus 
Kranz 431 und Nut 432 ermoglicht eine Bewegung des Stifts in zur 
Moduloberseite 451 senkrechter Richtung und verhindert 
gleichzeitig ein Herausf alien des Gegenkontaktstif ts 4 01 aus dem 
Gegenkontaktmodul 450. Um eine sichere Kontaktierung der 
Kontaktf lache 101 bzw. 301 einer uber dem Gegenkontaktmodul 450 
befindlichen Chipkarte 100 zu gewahrleisten, wird der 
Gegenkontaktstif t 401 durch eine metallische Spiralfeder 433 in 
Richtung der Oberseite 451 des Gegenkontaktmodul s 450 gedruckt . 
Die maximale Auslenkung des Stifts 401 ist dabei durch die obere 
Abdeckung der Nut 432 begrenzt . Das untere Widerlager der 
Spiralfeder 433 bildet der aus dem Gegenkontaktmodul kfirper 
herausgefuhrte LdtanschluS 421. 

In Figur 8 ist das Gegenkontaktmodul 450 beispielhaft als SMD- 
( surface mounted device) Bauteil zur Lotmontage auf der 
Oberf lache einer Leiterplatte 440 dargestellt. Prinzipiell sind 
selbstverstandlich auch andere Bauformen, beispielsweise mit 
einem Steckanschlufi 420 mdglich. 
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Die Gegenkontaktanordnung zur Kontaktierung einer 
erf indungsgemaSen, einer ISO-7816- oder einer MMC- 
Kontaktanordnung ist auch in Form von bedarf sabhangig mit 
Gegenkontakten frei bestuckbaren Kontakthaltere realisierbar . 
Dieser kSnnte beispielsweise in Form des K6rpere des 
Gegenkontaktmoduls 450 ausgefuhrt sein, der bedarf sabhangig mit 
Ldtanschlussen 421 bis 427 und Gegenkontakten 401 bis 408 und 
415 bis 417 bestuckbar ist. 

Bin drittes Ausfuhrungsbeispiel eines erf indungsgemafien 
Gegenkontaktmoduls 400 zur Kontaktierung sowohl von I SO -7816- 
Chipkarten, als auch von MMC-Karten ist in Figur 9 dargestellt. 

Das Gegenkontaktmodul besteht aus zwei quaderf ormigen, 
aneinander angereihten Teilmodulen 450 und 460, die im 
wesentlichen gleich aufgebaut sind und sich lediglich in der 
Anzahl der Gegenkontakte 401 bis 40 B und 415 bis 417, oder der 
auf dem Modulkorper anordenbaren Gegenkontakte unterscheiden. 

Zur Aneinanderreihung der Teilmodule 450 und 460 weisen diese an 
ihrer dritten und vierten Seitenf lache, die zu den Kontaktreihen 
und den ersten und zweiten Seitenwanden 453 und 4 54 senkrecht 
stehen, Anreihungsmittel in Form von Bohrungen 461 an der 
dritten Seitenwand 453 und Pafistiften 462 an der vierten 
Seitenwand 454 auf. Die Pafistifte 462 bewirken in Verbindung mit 
den PaSbohrungen 4 61 zur Aufnahme der PaSstifte bei 
Aneinanderreihung der Teilmodule 450 und 460 deren gegenseitige 
Ausrichtung, so daS die Oberflachen 451 sowie die ersten und die 
zweiten Seitenf lachen der Teilmodule 4 50 und 460 miteinander 
fluchten, also jeweils eine gemeinsame Fl&che bilden. Weiter 
umfassen die Mittel zur Aneinanderreihung der Teilmodule Mittel 
zur Verriegelung der kaskadierten Teilmodule 450 und 460 
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untereinander . Diese sind in Form jeweils eines auf der 
Oberseite 451 der Teilmodule 450 und 460 angeordneten 
Verriegelungshakens 465 ausgebildet, der den Korper des 
jeweiligen Teilmoduls in Richtung dessen dritter Seitenflache 
455 uberragt, und der bei aneinandergereihten und senkrecht zur 
erst en und zweiten Seitenwand 453 und 454 zueinander 
ausgerichteten Teilmodulen in eine Ausnehmung 464 in der 
Oberflache 451 des jeweils benachbarten Teilmoduls 460 
einrastet. Auf diese Weise sind die beiden benachbarten 
Teilmodule 450 und 460 durch die Verriegelungsmittel 464 und 465 
gegeneinander verriegelt. Die Abstande der Kontakte 415 und 404 
zueinander sind somit festgelegt. 

Die Teilmodule weisen an ihren Oberkanten entlang der erst en und 
der zweiten Seitenflache 453 und 454 Aussparungen 469 zur 
Aufnahme von Gegenkontaktelementen 481 auf. Weiter sind auf der 
Oberseite der Teilmodule Mittel 4 67, 4 68 zur verrastenden 
Montage der Gegenkontaktelemente 481 angeordnet. Diese sind in 
Form von winkelf 6rmigen Rasthaken 467 ausgebildet, wobei ein 
erster Schenkel 467a des Rasthakens, der im wesentlichen 
parallel zur Oberseite 451 des Teilmoduls 450, 460 angeordnet 
ist, das Gegenkontaktelement 481 in zur Oberflache 451 des 
Teilmoduls senkrechter Richtung fuhrt, wahrend ein zweiter 
Schenkel 4 67b des Rasthakens 467 den ersten Schenkel 467a mit 
der Oberseite des Modulkdrpers verbindet und eine seitliche 
Fuhrung des Gegenkontakt elements 481 entlang der ersten und der 
zweiten Seitenflache 453 und 454 des Teilmoduls bewirkt . Die 
Montagemittel umfassen weiter eine Rastnase 4 6 B, die unmittelbar 
neben dem Rasthaken 467 auf dessen offener Seite auf der 
Oberflache 451 des Modulkorpers angeordnet ist. Diese bewirkt 
eine Fuhrung des Gegenkontaktelements 481 in der dem zweiten 
Schenkel 467b des Rasthakens 467 entgegengesetzter Richtung. Die 
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Rastnase ist entweder an der Unterseite des ersten Schenkela des 
Rasthakens 468, oder, wie beira vorliegenden Ausf uhrungsbei spiel, 
auf der Oberflache 451 des Modulk6rpers angeordnet. Rasthaken 
467 und Rastnase 468 bilden somit einen Kanal 470, in den ein 
Gegenkontaktelement 481 verrastend einsetzbar ist. Die Hohe der 
Rastnase ist dabei vorzugsweise gegenuber der durch die Dicke 
des Gegenkontakt elements 181 vorgegebene H6he des zweiten 
Schenkels 467b des Rasthakens 467 gering, so dafc durch leichtes 
Aufbiegen des Rasthakens 467 ein Gegenkontaktelement uber die 
Rastnase hinweg in die Offnung des Rasthakens einschiebbar ist. 
Gleichzeitig ist die H6he der Rastnase 468 grofi genug gewahlt, 
so daS ein unbeabsichtigtes Herausgleiten des 
Gegenkontakt elements 481 aus dem Rasthaken vermieden wird. 

Die Gegenkontakt el emente 481 sind in Form von gebogenen 
metallischen Federstreif en aus einem elektrisch gut leitenden 
Material ausgef uhrt . Im Bereich der Kontaktf lachen des zu 
kontaktierenden Moduls weisen sie eine halbkreisf drmige 
Aufwolbung auf, die als Gegenkontakt 401 dient. Zum Rand des 
Modulkorpers 450 hin sind die Federstreif en nach unten, also zur 
Bodenflache 452 des Modulkorpers gebogen und gehen dort in 
Anschlusse 421, im vorliegenden Fall zur SMD- 
Leiterplattenmontage, uber. 

Der Modulkorper kann auch ohne die Rastmittel 467, 468 fur die 
Gegenkontakt el emente 481 ausgef uhrt sein und dient dann 
beispielsweise lediglich als Positionierhilf e bei der Montage 
der Gegenkontakt elemente 481 gemafi den fur die erf indungsgemaSe 
Kontaktanordnung entsprechend geltenden Vorgaben und zur 
Unterstutzung der Gegenkontakt el emente 481 entgegen einer durch 
eine auszuwertenden Chip- oder MMC-Karte auf die Gegenkontakte 
401 ausgeubten Andruckkraf t . 
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Anspruche 

1. Kontaktanordnung fur ein auf einera kartenf ormigen Trager 
angeordnetes, elektrisch kontaktierbares Modul mit einem ersten 
Kontaktfeld {201, . .., 207) mit einer Mehrzahl von 
Kontaktflachen (201, 207), von denen zumindest eine (205, 

207) au&erhalb eines vorgegebenen Bereichs (150) liegt, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS ein zweites Kontaktfeld (105, 108) mit mindestens einer 

Kontaktf lache (105, , 108) innerhalb des vorgegebenen 

Bereichs (150) vorgesehen ist, und 

daS die aufierhalb des vorgegebenen Bereichs angeordneten 
Kontaktflachen (205, 207) des ersten Kontaktf eldes (201, 

207) jeweils mit Kontaktflachen (105, 107) des zweiten 

Kontaktf eldes (10 5, 108) elektrisch verbunden sind. 

2. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS der vorgegebene Bereich (150) der nach ISO 7816-2 fur die 
Kontaktflachen (101, 108) des Kontaktf eldes vorgegebene 
Bereich ist. 

3. Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das erste Kontaktfeld (201, 207) in Form einer ersten 

Kontaktreihe mit einander benachbarten Kontaktflachen (201, 
207) ausgebildet ist, von dem eine Anzahl von Kontaktflachen 
(201, 204) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) 

angeordnet ist, und 
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dafi das zweite Kontaktfeld (105, . 108) in Form einer zweiten 
Kontaktreihe ausgebildet ist, die zur eraten Kontaktreihe (201, 
... f 207) benachbart innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) 
angeordnet ist. 

4. Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Anspuche, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS das Modul ein Prozessor- und/oder Speichermodul ist. 

5. Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Modul ein MMC-Modul ist. 

6. Gegenkontaktmodul (400) mit Gegenkontakten zur Kontaktierung 
eines auf einem kartenf&rmigen Trager angeordneten, elektrisch 
kontaktierbaren Modula, gekennzeichnet durch eine Anordnxing der 
Gegenkontakte (401,... , 408, 415,..., 417) zur Kontaktierung 
aller Kontakte der Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden 
Anspruche . 

7. Gegenkontaktmodul (400) nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dafi dieses aus Teilmodulen (450, 460) 
zusammensetzbar ist. 

8. Gegenkontaktmodul (4 00) nach Anspruch 6 oder 7, 
gekennzeichnet durch Mittel (467, 468) zur verrastenden Montage 
mindestens eines einen Gegenkontakt (401) umfassenden 
Gegenkontaktelements (481) . 

9. Gegenkontaktmodul (400) nach einem der Anspruche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafi jeder der Gegenkontakte (401 f ...) 
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mit jeweils einem LdtanschluS (421, ...) zur 
Leiterplattenmontage versehen ist. 

10. Gegenkontaktteilmodul (450) zur Bildung eines 
Gegenkontaktmoduls nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch Mittel 
(457, 458; 461, 462; 464, 465) zur Anreihung mindestens eines 
we iter en Gegenkontaktteilmoduls (460) . 

11. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
durch eine Auebildung der Anreihungsmittel in Form einer 

schwa Ibenschwanzf 6rmigen Nut (458) an einer vierten Seitenwand 
(456) des anzureihenden weiteren Gegenkontaktteilmoduls (460) 
und eine zur schwalbenschwanzfdrmigen Nut (458) pafcgenaue 
schwalbenschwanzf6rmige Feder (457) an einer dritten Seitenwand 
(455) des Gegenkontaktteilmoduls (450) . 

12. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
durch Ausbildung der Anreihungsmittel in Form mindestens einer, 
vorzugsweise zweier, Pafibohrungen (461) in einer vierten 
Seitenwand (456) des anzureihenden weiteren Moduls (460) und an 
einer dritten Seitenwand (455) des Gegenkontaktteilmoduls (450) 
angeordnete Pafistifte (462) zum Eingriff in die Pafibohrungen 
(461) . 

13. Gegenkontaktteilmodul (450) nach einem der Anspruche 10 bis 
12, gekennzeichnet durch Mittel (4 64, 465) zur gegenseitigen 
Verriegelung aneinanderangere inter Gegenkontaktteilelemente 
(450, 460) . 

14. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch eine Ausbildung der Verriegelungsmittel in Form eines auf 
der Oberseite (451) und/oder Unterseite des 
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Gegenkontaktteilmoduls (450) angeordneten Verriegelungshakens 
(465), der in eine Aussparung in der Oberseite (451) eines 
angereihten weiteren Gegenkontaktteilmoduls (460) eingreift. 
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